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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES —

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes

AVANT-PROPOS

1)

2)

3) rhationales. lls sont publiés
éés comme tels par les Comités

4) ! 'unification i £ 3 jté ationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de

e indication d’approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.

droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

FDIS Rapport de vote
91/335/FDIS 91/352/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la CEl
61192, sous le titre général, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages
électroniques brasés:

Partie 1: Généralités
Partie 2: Assemblage par montage en surface
Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES —

Part 4: Terminal assemblies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/of the IEC is to promote

participate in this preparatory Work International, n-g i ons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo i \ \ al Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterpit € 2 S
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica
international consensus of opinion on the relevant subjects g
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re
4) In order to promote international unification,

5) The IEC provides no marking procgdure to\indicat

6) Attention is drawn to th
of patent rights.%i
International Standa

Electronics assem

ments of this International Standard may be the subject
e for identifying any or all such patent rights.

The text of thi is\based on the following documents:

FDIS Report on voting
\/ 91/335/FDIS 91/352/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the
general title, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 1: General
Part 2: Surface-mount assemblies
Part 3: Through-hole mount assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or
< amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 61192, combinée a la CEIl 61192-1, est utilisée pour satisfaire aux
exigences relatives au produit fini définies dans la CEl 61191-1 et la CEIl 61191-4.

Cette norme peut étre utilisée pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs des
montages électroniques a bornes de spécifier, dans le cadre d'un contrat, de bonnes pratiques
de fabrication.

Les exigences et lignes directrices respectives au montage en surface et aux fixations au
moyen de trous traversants sont données dans des normes séparées mais apparentées.

@%
S
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192, combined with IEC 61192-1, is used to meet the end-product
requirements defined in IEC 61191-1 and IEC 61191-4.

This standard may be used to enable the suppliers and users of terminal electronic assemblies
to specify good manufacturing practices as part of a contract.

The respective requirements and guidelines for surface-mount assemblies, and through-hole
attachment, are included in separate but related standards.

@%
S
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES —

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes

1 Domaine d'application

incluant des techniques pour montage en surface ou d'a
associées, par exemple trous traversants, fils.

2 Références normatives

Les documents de référence suivant indis sables powr l'application du présent
itée stappligde. Pour les références non

amendements).

CEl 60194, Conception,
définitions (disponible en &

CEI 61191-4, Ensenibles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage

CEI 61192-1, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 1: Généralités

CEI 61192-2, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 2: Assemblage par montage en surface

CEI 61192-3, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES —

Part 4: Terminal assemblies

1 Scope

This part of IEC 61192 specifies general requirements for workmanship interminal soldered
assemblies on organic substrates, on printed boards, and on similar laminates attached to the
surface(s) of inorganic substrates.

It applies to assemblies that are totally terminals or mixed assemb \at i gurface-

Part 3: Test met forynterconhne

soldered electri
technologies

IEC 61192-2, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 2: Surface-
mount assemblies

IEC 61192-3, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 3: Through-
hole mount assemblies
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61192, les définitions de la CEIl 60194
s'appliquent.

4 Exigences générales
Les exigences de la CEl 61192-1 sont obligatoire pour la présente norme.

4.1 Classification

a) Cible
b) Acceptable
¢) Non conforme

4.2 Contradiction

c) CElI61191-1 E
d) la présente n ;

e) autres documents

Un grossissement d'au moins 3x doit étre utilisé pour les ensembles classiques de cartes
imprimées insérées. Des grossissements supérieurs a 10x ne seront pas utilisés pour les
contréles courants & balayage a grande vitesse, mais seront parfois nécessaires pour des
diagnostics détaillés ou a des fins d'arbitrage.

4.4 Interprétation des exigences

Sauf indication contraire de I'utilisateur, le terme «doit», signifie que I'exigence est obligatoire.
Tout écart par rapport a une exigence «obligatoire», requiert I'acceptation écrite de I'utilisateur,
par exemple au travers du dessin d'assemblage, de la spécification ou d'une clause
contractuelle.

Les termes «il convient de» et «peut» concernent respectivement des recommandations et des
lignes directrices et sont utilisés pour exprimer des dispositions non obligatoires.
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3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61192, the definitions of IEC 60194 apply.

4 General requirements
The requirements of IEC 61192-1 are mandatory for this standard.

4.1 Classification

Definitions of
EC 61192-1.

The classification of assemblies is divided into three levels, levels A, B, 4
the classification categories and the status of product for each level arg’yg
In general, status is divided into three workmanship conditions as follg
a) Target

b) Acceptable

¢) Nonconforming

4.2 Conflict

a) procurement documents as agreed
b) master assembly draw
c) IEC 61191-1 and IHE 6119

d) this standard;
e) other docum@

inspection but will be needed sometimes for detailed diagnosis or referee purposes.

4.4  Interpretation of requirements
Unless otherwise specified by the user, the word "shall", signifies that the requirement is

mandatory. Deviation from any "shall" requirement requires written acceptance by the user,
for example via assembly drawing, specification or contract provision.

The words "should" and "may" reflect recommendations and guidance, respectively, and are
used whenever it is intended to express non-mandatory provisions.
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5 Définition du processus

5.1 Processus de préparation des fils

Une partie suffisante de couverture d'isolant doit étre dénudée sur le fil ou les sorties pour
respecter les spécifications relatives aux dégagements d'isolation. Les dénudeurs chimiques
doivent étre utilisés uniquement pour le fil plein et doivent étre neutralisés ou éliminés avant le
brasage. Apres le retrait de l'isolant, I'isolant restant ne doit pas étre déformé de plus de 20 %
par rapport a I'épaisseur de l'isolation. Lors de la dénudation de l'isolant, il convient de prendre
des précautions afin d'éviter d'entailler ou d'endommager le fil ou Il'isolant restant.

Pour les ensembles de niveau A ou B, le nombre de brins entaillés ou rompus~dans un seul fil

potentiel de 6 kV ou plus, ou pour les ensembles de niveau C, aucun R i cassé; le
nombre de brins entaillés doit correspondre au Tableau 1. La décolgratio ' esultant
d'une dénudation thermique est permise.

Tableau 1 — Limites relatives aux brins entaill

Nombre mwn s
Nombre de brins enfaill u cagses

Niveaux

WD
Moins de 7 ( é\\ 6 ( <\) ‘\/

7-15

16-18 ( 2

0
0
0
1925 NN .
0
0
0

ZONENNAY
o s
41L<QJ plusx >6
N
went étre étamées avant le montage. La brasure doit

pénétrer jusqu'au fil et doit mouiller la portion étamée du fil. L'effet de
meche de la bra it étre réduit.

Les bornes™ 3 s a un cablage imprimé ou aux plans de masse doivent présenter

g laminée (voir Figure 1). Il est permis d'utiliser une pastille de feuille
imprimée comme swface de support pour une bride laminée a condition que la pastille soit
isolée et ne soit pas connectée a un cablage imprimé actif ou a un plan de masse.

Le fOt de la borne ne doit présenter aucune perforation, déchirure, craquelure ou autre
discontinuité dans la mesure ou les flux, huiles, encres ou autres substances liquides utilisées
pour le traitement de la carte imprimée sont susceptibles d'étre emprisonnés. Les craquelures
ou déchirures sur la circonférence du ft ne sont en aucune mesure acceptables.

La bride laminée ne doit présenter aucune perforation, déchirure, craquelure ou autre
discontinuité dans la mesure ou les flux, huiles, encres ou autres substances liquides utilisées
pour le traitement de la carte imprimée sont susceptibles d'étre emprisonnés dans le trou de
montage. Apres le laminage, la zone laminée doit étre dépourvue de déchirures ou craquelures
sur la circonférence, mais il est admis qu'elle présente trois déchirures ou craquelures radiales
au maximum, a condition qu'elles soient séparées d'au moins 90° et qu'elles ne s'étendent pas
a l'intérieur du tunnel de la borne (voir Figure 1).
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5 Process characterization

5.1 Wire preparation processes

Sufficient insulation shall be stripped from the wire or leads to provide for insulation clearances
as specified. Chemical stripping agents shall be used for solid wire only and shall be
neutralized or removed prior to soldering. After insulation removal, deformation of remaining
insulation shall not exceed 20 % of the insulation thickness. In stripping insulation, care should
be taken to avoid nicking or otherwise damaging the wire or the remaining insulation.

For level A or B assemblies, the number of damaged or severed strands in a single wire shall
not exceed the limits given in Table 1. For wires used at a potential of 6 greater, or for
level C assemblies, there shall be no broken strands; nicked strands

Number of strand

Less than 7 0 / a 0 >
7-15 1 \)
oo [N B¢ (VW

19-25 3

26-36 ( 4

37-40

red shall be tinned prior to mounting. The solder
shall penetrate to wire and shall wet the tinned portion of the wire.

Wicking of solder uh

5.2 Termi
Termin oRpected\to printed wiring or ground planes shall be of the rolled flange
configurat . A printed foil land may be used as a seating surface for a rolled

The shank of the terminal shall be neither perforated nor split, cracked, or otherwise
discontinuous to the extent that oils, flux, inks, or other substances utilized for processing the
printed board can be entrapped. Circumferential cracks or splits in the shank are not
acceptable regardless of extent.

The rolled flange shall not be split, cracked, or otherwise discontinuous to the extent that flux,
oils, inks, or other liquid substances utilized for processing the printed board can be entrapped
within the mounting hole. After rolling, the rolled area shall be free of circumferential splits
or cracks, but may have a maximum of three radial splits or cracks provided that the splits or
cracks are separated by at least 90° and do not extend into the barrel of the terminal
(see Figure 1).
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